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热点 

 

研究简报 

 

 

美欧巨额资助芯片产业 

 

 

 

摘 要 

 

近日，美国和欧盟先后公布了数额巨大的芯片资助计划，虽然美

欧的法案仍需表决通过才能最终确定执行，但为芯片研究与制造提供

巨额资金已经成为西方主要国家的共识。中国也需要积极出台更多利

好芯片产业的政策，以应对国际竞争。 
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正 文 

马鑫/第一财经研究院特约研究员 

 

近日，美国众议院通过了长达 3000 页的《2022 美国竞争法案》，

其中包含将划拨 520 亿美元投资和补贴半导体制造行业。无独有偶，

欧盟紧跟美国公布《芯片法案》，计划向新一代芯片工厂投资 420 亿

欧元，以提升欧盟在全球的芯片生产的份额。当前，芯片产业的现状

已经成为科技实力竞争的缩影，欧美等主要国家都在加大对芯片产业

的投资，以期能够瓜分更多的芯片市场，掌握主动权。 

一、美国强化芯片制造和研究能力 

美国众议院法案大力增加芯片领域的投资，旨在强化美国制造和

研究能力，提升美国竞争力和领导地位。该法案长达 2900 多页，共

涉及近 3000亿美元。其中，半导体领域占据资金最多，520亿美元将

以资助和补贴的形式，帮助半导体产业发展，包括 390亿美元的生产

和研发激励，以及 105 亿美元的项目计划，涵盖国家半导体技术中心、

国家先进封装制造计划和其他研发计划等。 

此外，还包括 450亿美元以资金和贷款等形式，将用于增强高科

技产品的供应链；105 亿美元将用于美国政府储备药品和医疗设备；

80 亿美元将用于联合国的绿色气候基金，帮助贫穷国家应对气候变

化；40 亿美元将用于帮助失业率高的社群；30 亿美元将用于帮助美

国减少对中国光伏产品的依赖等。 

众议院的文件还显示，拨款可以被用于将生产设施迁出受关注的

国家，包括那些对美国构成重大经济或国家安全威胁的国家。美国政
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府还可以利用拨款增加库存，以提供“在供应链冲击期间维持关键货

物供应的必要储备”。除了资金安排，法案还将修改包括加强反倾销

在内的一系列美国贸易规则等。 

《2022 年美国竞争法案》虽在众议院获得通过，仍需要与参议院

谈判，得到一个参众两院都能通过的折中版本后，送交白宫，由拜登

签署后才能正式生效。但分析指出，鉴于众议院和参议院之间的争议，

该法案以目前的形式颁布的可能性很小，但为芯片制造商提供资金的

部分争议最小，英特尔和三星等半导体公司认为，这一措施将增加在

美国投资的吸引力。 

二、欧盟芯片法案旨在减少依赖 

欧盟委员会 2 月 8日正式公布欧盟《芯片法案》，计划向新一代

芯片工厂投资 420 亿欧元，以使欧盟在 2030 年市场占有率较现阶段

的 10%翻倍到 20%。 

根据这项计划，到 2030 年，欧盟计划对创新性的芯片研发和中

试生产线建设提供 120 亿欧元的补贴，从而为未来的工业化做准备。

其中 60 亿欧元来自欧盟，另外 60亿来自成员国。另外 300 亿欧元的

公共援助将用于建立大规模的芯片工厂，以及鼓励小公司的创新，这

些资金包括用于吸引海外公司对欧洲的投资，比如英特尔。欧盟希望

这些公共资助也能引发更多的私人投资。 

欧盟委员会主席表示，将透过投资、监管以及与战略合作伙伴计

划，使欧洲成为芯片产业的领导者，而理想观念相近的美国或日本将

是欧盟战略合作伙伴。目前，该法案草案仍需获得成员国和欧洲议会

通过。有分析指出，《芯片法案》标志着对竞争持有高度开放态度的
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欧洲，在国际环境的压力下，也不得不实行干预主义工业政策的范式，

以减少对外部的依赖。 

除美欧之外，全球多数国家和地区的芯片企业都在积极扩大芯片

产能，提升芯片技术。其中，三星宣布投资超 2000 亿美元到芯片领

域内，并要赴美建厂；台积电计划投资 1000 亿美元。去年六月，台

积电斥资 120 亿美元在美国亚利桑那州建设的芯片工厂已经动工，未

来 10 至 15 年内台积电还将计划在亚利桑那州最多建设 6 座晶圆厂；

英特尔已经宣布投资 200 亿美元建厂，并计划总投资 1000 亿美元到

芯片领域内。多年来逐渐形成的集中于台湾和韩国的芯片产能也在这

种压力下正发生变化，未来全球芯片产业格局或将面临重构。 

近几年，中国对芯片产业相继出台了一系列产业支持政策。不过，

鉴于中国芯片产业仍存在一定的短板，面对当前欧美又在加大对芯片

产业的资金投入，中国也需要积极出台更多利好芯片产业的政策，以

应对国际竞争。 


